
 Tervetuloa O-johtavaan
Olemme ammattimaisia piirilevyvalmistajia, joilla on yli kymmenen vuoden kokemus. Tuotevalikoima:
yksipuolinen, kaksipuolinen, monikerroksinen piirilevy, joustava piirilevy ja MCPCB. Pystymme
tarjoamaan nopean prototyyppipalvelun: S / S 24 tunnissa, 4-8 yksikköä 48-96 tuotantotunnissa.
(piirilevyjen toimittaja)

KUPARIYYTEN reikiä MINIMM .025 AVG, .020 MIN .. reikiä EI voida kytkeä 

Pakkaus väritöntä läpinäkyvää kuplakalvoa, 25 kappaletta / pussi, laita kuivausaine sivuun, laita
kosteusmittari yläpuolelle

 Tuotteen Kuvaus

PCB P / N LE-150 
Laskevat kerrokset 1L 
materiaali Peruskeramiikka 
yhtiön hallitus 3,2 mm 
thk kuparia 1 unssi 
Pienin reiän koko / 
Reikien lukumäärä (kappaletta) / 
linja w / s / 
S / N-impedanssitarkistus (Tol%) N 
Pinnan viimeistely ENIG (Au: 0,05um) 
Silkkihitsausmaski Musta valkoinen 
Yksittäiset mitat Himmennetty X (mm): 27; Himmeä Y (mm): 45 
Panelisation Himmennetty X (mm): 27; Himmeä Y (mm): 135; UPS-nro: 3 
Special: irrotettava naamio N 
Reititys / lävistys Upotettu CNC-pääruuvi + 

https://www.o-leading.com/fi/products/Printed-Circuit-Board-Manufacturer-halogen-free-pcb-factory-china-Printed-circuit-board-supplier.html


Tiimimme







sertifioinnit







Pakkaaminen ja toimitus



 Prosessin kyky
Piirilevyjen tuotantokapasiteetit
Kerrosmäärä: 1-kerros-32-kerros
Valmiiden kuparien paksuus ： 1 / 3oz-12oz
Min Rivin leveys / etäisyys sisäinen ： 3,0mil / 3,0mil
Min Rivin leveys / välinen etäisyys: 4,0mil / 4,0mil
Suurin kuvasuhde: 10: 1
Levyn paksuus ： 0,2–5,0 mm
Paneelin enimmäiskoko (tuumaa): 635 * 1500 mm
Poratun reiän vähimmäiskoko: 4mil
PI-reikätoleranssi: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (AII-tyypit): YES
Täyttämällä (johtava, johtamaton): KYLLÄ
Pohjamateriaali: FR-4, FR-4korkean painon halogeeniton materiaali, Rogers, alumiininen pohja,polyimidi,
              Raskas kupari
Pintakäsittelyt: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, hopea,Lummersion Tina, kultaiset sormet, hiilimuste

SMT-tuotantokapasiteetit



Piirilevymateriaali: FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy
Suurin piirilevyn koko: 510x460 mm
Minimi piirilevyn koko ： 50x50mm
Piirilevyn paksuus ： 0,5–4,5 mm
Levyn paksuus ： 0,5-4mm
Komponenttien vähimmäiskoko: 0201
Tavallinen sirukoko-komponentti: 0603 ja suurempi
Komponentin enimmäiskorkeus ： 15mm
Min. Lyijyväli: 0,3 mm
Minimi BGA-palloväli: 0,4 mm
Sijoituksen tarkkuus: +/- 0,03 mm


